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Yerfahre* zu, 3e.scaicht sa von lowers in Substrates 
Anwendtznasaebiat r^r> 5rfi_ n ^„ ne . . 

Die Erxisiu^ bezieht sicH auoT das C-ebiet der ^.>^-« v 
! 1S ° eZ -- Terpen ^ 3escslcaten .0. I 

r° 3 " 2t3n ' D±e -^n hersestellt, oT-w^r 

l = ,e Verbindu^en 3,isccen des ei^ellen 
^e^reoenenscialtuasaa zu realisieres. 

2 hara>teri,^> ia r be^^. - - ^ en 

2S r t5 ; iU£S VOa eleitrisch iaitendea Ye rb induce- — 

scses der Yorder- -?-^>o^-,- ^ _ , = — 

02-7 ^iseita-Toa ^hai-^reissubs rra~es 

0ZV} * z^iscssn aer Yorder- usd/o*«- . 
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der geriagea Haf tfestigkeit der so abgescaiedeaea Scaicatea 
uad der eiagescaraaktea Werkstoff palette aur begreazt aa- 
weadbar (DE 2059 A-25) . 

Desweiterea ist- die Vakuunbedampf uag voa seakrecat zur Ober- 
fiacae eiagebracatea Boaruagea bekaant , wobei zur allsei- 
tigea Bedaapfuag der Locawande das Sub st rat ^aaread der 
3escb.icb.tung gleichseitig uxa aiade steas zwei ' verscaiedeae 
P.ota-cionsacasea bewegt werden mu3. Auca diese Durcakoatak- 
tieruagea hussea aacatraglica galvaaisca verstarkt 7/erdea 
(DE 2W 573, 3E 2^-3 237). 

l?eiterhia siad Durcakoataktierungsveriaarea bekanat, bei 
deaea aaa die Boaruagea ait eiaer leitfaaigea Siebdruckpaste 
uaerdruckt uad aascalieBead aittels Ua-cerdruck die Sieo- 
druckpaste dure a die Boaruagea saug-c uad so ait die Metalli- 
sieruag der Boar uagea realisiert (DE 2926 335) • 

A us der DE 2556 361 ist eia Verfaarea zur Herstelluag aetalli- 
sierter 3oaruagea bekaaat, bei dea zuaacast eiae ■ leitf aaige 
Paste auf die Subs-raroberf lacae uad ia die Boaruagea gedruckt 
?jird, Naca einea Siaterverf aarea verf iuca-igi; sica die Paste 
teilweise, so daB aur eiae Metaliscaicat auf dea laaea^aadea 
verbleibt, 

AuBerdem ist eia Verfaarea bekaaat, bei dea die Waade der 
Boaruagea aetallisiert warden, ia deal zuaacast die Boaruagea 
ait eiaer aesaiiiscaea Paste ausgefuiit werdea, sobei aa- 
scalieiiead das Subs-crat geschleuder u -.vird, so "dais durca oae 
Zeatrif ugalxraf te eiaerseits uberscaussige Metailpaste eat- 
i e rat -uad aadererseits die Waade der Boaruagea gleienforaig 
ait Metallpaste uberzogea -.verden* Daaaca auB das Substrat 
zur Verf estiguag der Paste gebraaat -serdea (DE 2538 ^5^) • 

la der Druckscarif z DE 31-5 58-4- wird eia Verfaarea zua 
Durcakoataktierea eiaer Leirerpiaste be'scariebea, bei dea eia 
elastisca verforabarer Drucksteapel die leitfaaige Siebdruck- 
paste ia die Boaruag druckt. Bei kieinen Boaruagsdurcaaessera 
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ist dieses Verfaarea aicat anwendbar. 

Zur Metaliisierung der genarmten Bohrungen ist auBerdem ein 
Gaszerstaubungsverf aiiren bekaant , bei dem. ein Aufdaaofen der 
Metaliisierungsschicht im Vacuum in der Nahe der Bohrungen 
bei so aoaen Driicken vorgenomaien wird, da£ der Sinf ail der 
Teiichen aus alien Winkeln des Halbraumes erxolgt und S03.it 
eine Besohicatung der Bohrungen erreioht wird* 

Bine ahnliche Wirkung ist zu ervzarten*. wean saa die bekann- 
tea Zerstaubungsverf ahren in ho he a Druckbereioaea zur die 
Metallisierung von Bohrungen anwendet* 

Alie die geaannten Verfaarea aabea ^echniscae und bkonouiische 
Nachteiie, iasbe sonde re hinsichtiica der elektrischen Beiast- 
barkeit uad der Zuverlassigkeit soioher Verbinduagea* AuBer- 
den ist die Anwendungsbreire verfahrensseitig una 7?erksto:T£- 
seitig stark begrenzt. 



Ziel der ^rxindun^ 

Ziel der 3rf iadung ist es, ein Verf ahren sua Beschicatan voa 
locaera in Suhstraten zu scaaxf ea, das die. geaaaatea ITacateile 
ier bekannten tecnn ischen Lcsungea, iasbe sonde re dea relativ 
groBea Aufwaad und die begreazte Anwendharkeitr beseitigt* 

Darle^uag des we sens der Brfindung; 

Die Aufgabe der Srfindung be stent iarin, ein aeues Verfaarea 
zum Bescaicaten von locaera in Substratea zu 2 laden, das die 
_Aa-/?eadung alier bisaer bekanaten Verfahren zun Beschichten 
(Hetailisieren) dieser Lecher nicat near aot^eadig nacat, 
dabei aber gieicae oder oeasere Scaicateigeascaaz "en der 
Metallisieruagsschieht erreicht* 

2rf induagsgema3 wird die Aufgabe dadurch geiost, daB zuaaoasc 
in eiaea Loch in eiaen Abstand von den Lochkanten oder un^er- 
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ha lb des Locaes and auch in die sen: Ab stand das 3e schicht ungs- 
naterial bereitges telit v?ird. Gberhaib des rj eweils zu be-, 
schionte ten Loche s wird eine La sere inricht ung angsordnet* 
Der von dieser Lasereinriohtung ausgesendete Laserstrahi 
7?ird in eine 2. Gas st ran (J et-3etrieb) und bei einen Nornai- 
ungebungsdruok, also keinen Vacuus, so geienkt, da£ dessen 
3renn£ lec£ in Zentrum des Beschiohtungsnaterials liegt Oder 
da IE der 3rennfleok bei d^nanisohen 3etrieb des Lasers auf 
einen Xreisring be*wegt v;ird, iessen Durohnssser kleiner ais 
der Lochdurohnesser ist. 

Z -a e c £ na 3 ige rw e i a e wird der Ab stand des Sesohiohtungsnaterials 
von den Looh^anten in Bereicn von einen Zwbiftel bis :u einen 
Sechstel der Lcohriefe eingestellt. 

In weiterer Ausgestaltung der Zrfindung wird der Laserstrahi 
in AbhangigKsit von Lochdurohnesser fokussiert # 

3s ist weiterhin z?/eckna2ig , das Seschichtungsnatariai in 
fasten Zustand bereitzustellen* Soli es in Loon angeordnet 
•.verden, iann es dort als Stift eingepa3t warden. 

Es sei hier aus ir\Lo£lich darauf ninge^viesen, da3 es Z7;ar 
bekanr.t ist, nit Lasers trahien Looier in Substrate :u bcnren 
und dabei leitende Locnwande zu erseugen, aber dabei ieine 
■ Schioht auf die Lochwande auzgetragen wird, sondern r.ur one- 
nische Reaitionen des Locia^andna teriais durch Vornandensein 
eines Vaiuuns ve rhinde rt warden ( 33 3103 960). 

:Taturiioh ist die Anwendung eines Lasers zur Verdanpf ung von 
Mater ialien, lie auf flacnigen Substraten niedergesohlagen 
■.verden soil, auoh be^annt. Die vcrliegenden Vernaltnisse und 
Problsne bein Aufbringen einer dunnen Soniont in einer f einen 
3ohrung (Loon) sind aber wesentlioh rconciizierter. So ist aus 
den phjsi^calisonen Gesetsna3ig:;eiten, insoesondere aus den 
Sr^enntnissen fur die Abhangigse it der freien vvegiange von 
Danpf teiiohen von der 3rseugnung einer gieionna3igen Schioht, 
jceinesfails zu er^varten, das bei einer bein erfindungsgenaien 
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Verfahren erreichten f reien wegiange von Kleiner 1 yua die 
benb tigte gleic n m * ;3ige , iurchgehende Me tallisierungsschicht 
fur die Lochwand erreicht werden kann. 

Ausf urLrungsbeisoiel 

Die 3rf indung soli nachsvehend an einea Ausf iihruiigsbeispiel 
naher beschrieben werden* Die dazugehdrigen Zeichnungen 
zeigen: 



?ig» 1: eine Schnittdarstellung durch ein Substrat ait 
Loch, wobei das Beschichtungsaaterial imLoch 
angeordnet ist 

?ig. 2: eine Schnittdarstellung durch ein Substrat; nit 
Loch, wobei das Beschichtungsaaterial unterhalb 
des Loches angeordnet ist # 

Zur Hers^ellung einer Mehrebenenstruktur, die, ^le hier be- 
schrieben werden soli, ia einf achsten Fail aus einea suz 
beiien Seiten aetaliisierten Keraaiksubstrat besceht, werden 
in die sea eine oder aehrere Bohrungen, z.3. ait einea Laser- 
s-rahl, eingebracht. Zur Realisierung einer ieitenden Verbin- 
dung z^ischen den beiden Leiterebenen 3,5 au3 die Bohrung 
(Loch) aetaliisiert werden. 

Gena3 der Srfindung wird in ein Xeraniksubstrat & ait einer 
Dicke von 630 /ua ein Loch 7 ait einea Durchaesser von SCO / ua 
gebohrt, das insbe sonde re eine konische J'ora auf^eist. 

Inner ha lb des Loches 7 (Fig* 1) wird nun das Beschichtungs- 
aaterial 5 angeordnet und zwar in einea Absuand a von 100 /ua 
von den Lochkanteru Als Beschichtungsaaterial 5 kann bei- 
spiels^eise ein Metaii in Stif tf orm verwendet werden. Zur 
weiteren Realisierung des Te rf a hr ens wird oberhalb des 
Loches 7 eine Lasereinrichtung 1 angeordnet, Diese kann 
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nach der Srfindung ein ~C0 2 -Laser iia Jet-Berrieb sein. An dsn 
Uagebungsdruck warden keine besoaderen Anf orderungen ( kein 
Vacuum) gestelit. Ledigiich eine Argon- Oder Stickstof f at- 
aosphare mit einea Brack kleiner 2 • 10 P Pa sollte voriian- 
dsn sein* Der Laserstrahl 2" *ird entsprechend dem vorhandenen 
Lochdurchmesser fokussiert und gelenkt, so daB sein Brennfieck 
im Zentrum des Beschichtungsniaterials 5 liegt* 3ei dynamise hen 
Betrieb des Lasers (Verfaiiren des Laserkopfes) wird der Brenn- 
fieck auf einem Sreisring auf dea BescJaichtungsciaterial S 
be^egt, dessen Durcfcmesser kleiner als der Lochdurchme sse r 
ist. 

In Fig* 2 ist das BescJaicntungsaaterial 6 unterhalb des Loches 
7 auf einea Trager 3 angeordnet. Unter deal Be griff "Trager" 
kann dabei auch ein Yerdaspf ertiegel verstanden warden. Der 
Ab stand a des Beschichtungssiaterials 5 von der Locakante 
betragt auch hier beispieis^eise 100 /im. Beia Auftreffen des 
Lasers-ranls 2 auf dem Beschichtungsaaterial 5 wird dieses 
explosicnsartig verdaapft und schlagt sich als eine duane 
3cnicnp_(0,1 yum) auf der Loch( i men) wand nieder* SenkrechT; 
zu dieser beschichteten ?iache, d^ru auf der Substratober- 
fiache, findet keine Mate rialablage rung statt* Die durch die 
selektive Be^chichtung der Locirsand entstandene eiektrisch 
leitfahige Schicht weist einen Ubergangswi der stand kleiner 
1 Ohn auf ♦ 

Das erfindungsgeaaBe 7erf ahren gestattet eine breite Anwend- 
barkeit fur die verschiedensten 3e schicht ungsaaterialien und 
Substratwerkstoffe. Die hergesteilte Metailisierungsschicht 
auf der Lochia ad besitzt eine gleichaaBige Cicke auf ihrer 
gesanten ?lache und gute Haftbarkeit zur Keramik. Hare Bigen- 
schaften sind ait denen einer gesputterten Schicht vergieich- 
bar. 

Auf , Grand der Tatsache , daB die Lasereinrichtung so^ohi zun 
Bohren der Lbcher als auch zum Beschichten dieser ver^endet 
wird, 1st der Auf wand gering. 

- 7 - - 
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Das VerfaJoren laBt sicii naturlich. aucn anwenden, wenn aeiir 
als zwei Leiterebenen auf bzw # in einem Oder aeiireren Sub— 
straten elekztrisch leitend ve rb onden warden solleru 
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oruca 



1. Verfaarea zua Bescaicatea von Locaern in oubstratea, 
*ia sis insbe sonde re fur elektrisca leiteade Yarbin- 
dungen zwiscaea den eiazelaea Leiterebeaea voa Mehr- 
ebeaaascaaltungea aergestellt werdea, gekeaazeicaaet 
dadurca, daB zuaacast ia eiaera Loch (7) in eiaem 
Abstaad (a) voa dea Locakaatea Oder uateraalb da's 
Locaes (7) uad auca in diasem Abstaad (a) das Bescaica- 
tuagsaaterial (S) beraitgastellt wird, daB anscaliaBead 
oberaalb des Locaes (7) eiae Lasereiaricatuag (1) aage- 
ordaet wird, wc'oei aia voa dieser ausgeseada^ter Laser- 
s-raai (2) ia eiae a Gass-roa uad bei .To raa i uage b ung s- . 
druck so galaakt wird, daB dessea Brsnafleck ia Zentrua 
des Bescaica-uagsaa-eriais (5) liegt Oder daB dar Breaa- 
fiack bei dyaaaiscaaa Betrieb des Lasers auf eiaea Zreis- 
riag bewegt wird, dessea Durcamesser" kleiner "als der Loc'a- 
durcaaesser ist. 

2. Yerfanrea aaca Punkt 1, gakeaazeicaaet dadurca, daB der 
Abs-aad (a) des Bescaicatuagsaateriais (5) -voa dea Loca- 
kaatea ia Bereica voa eiae a Zwolftel bis zu eiaea Secas-el 
der Locatiefa reaiisiart wird. 

3* ^erfaarea aaca ?uakt 1 , gekeaazeicaaet dadurca, daB dsr 
Laserstraal (2) ia Acaaagigkeit voa dsn Locadurcaaesser 
f okussiert TuLrd. 

±. Yerfaarea aaca ?uakt 1, gekeaazeicaaet dadurca, daB das 
Bescaicatuagsaiateriai (5) ia fasten Zustaad beraitgastellt 



;>. Yerfaarea aaca ?uakt ge keaazeicaaet dadurca, daB das 



~ird. 
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